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一、调研说明

中商产业研究院全新发布的《2022-2027年中国电子材料行业市场分析及投资风险趋势预测研究报告》主要依据国家统计局、国家发改委、商务部、中国海关、国务院发展研究中心、行业协会、国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料，结合深入的市场调研资料，由中商产业研究院的资深专家和研究人员的分析编写。首先，本研究报告对行业的特征及国内外市场环境进行描述，其次，对行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局等进行了细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业情报，并分析相关经营情况。最后，对该行业未来的发展前景，投资风险及投资策略给出科学的建议。本研究报告是行业生产、贸易、经销等企业在激烈的市场竞争中洞察市场先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据。

中商研究报告数据及资料来源
中商利用多种一手及二手资料来源核实所收集的数据或资料。一手资料来源于中商对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据；中商通过行业访谈、电话访问等调研获取一手数据时，调研人员会将多名受访者的资料及意见、多种来源的数据或资料进行比对核查，公司内部也会预先探讨该数据源的合法性，以确保数据的可靠性及合法合规。二手资料主要包括国家统计局、国家发改委、商务部、工信部、农业部、中国海关、金融机构、行业协会、社会组织等发布的各类数据、年度报告、行业年鉴等资料信息。

	报告名称
	2022-2027年中国电子材料行业市场分析及投资风险趋势预测研究报告

	出版日期
	动态更新

	报告格式
	PDF电子版或纸介版

	交付方式
	Email发送或EMS快递

	中文价格
	印刷版12500元 

电子版12500元 

中文印刷版+电子版12500元

	订购热线
	400-666-1917  400-788-9700



二、研究报告目录

第一章　电子材料行业相关概述
第二章　2018-2021年世界电子材料行业发展情况
2.1　欧洲
2.1.1　量子点材料研发突破
2.1.2　德国新材料磷化铌
2.1.3　英国半极性GaN发射器
2.1.4　英国绿光LED新材料
2.2　美国
2.2.1　全球首款光子芯片
2.2.2　新型液晶显示材料
2.2.3　高性能陶瓷新材料
2.2.4　半导体新材料氧化锡
2.3　日本
2.3.1　半导体材料市场情况
2.3.2　日本新型正极材料
2.3.3　日本氮化镓项目动态
2.3.4　新型低温结合材料
2.3.5　红色LED新材料研发
2.4　中国台湾
2.4.1　台湾半导体材料市场规模
2.4.2　“零缺陷”半导体材料
2.4.3　电子材料产业问题及对策
2.4.4　台湾电子材料市场预测
第三章　2018-2021年国内电子材料行业发展环境
3.1　宏观经济环境
3.1.1　国民经济运行综述
3.1.2　工业经济运行良好
3.1.3　制造业经济发展情况
3.1.4　“十三五”经济趋势
3.2　相关政策背景
3.2.1　集成电路产业政策
3.2.2　光通讯行业相关政策
3.2.3　石墨烯产业发展意见
3.2.4　高新技术领域扶持政策
3.3　国内社会环境
3.3.1　信息消费市场扩张
3.3.2　互联网+促进产业融合
3.3.3　智能制造大势所趋
3.3.4　新材料产业快速发展
第四章　2018-2021年中国电子材料行业发展分析
4.1　2018-2021年中国电子材料行业发展现状
4.1.1　行业发展规模
4.1.2　市场竞争格局
4.1.3　行业进出口现状
4.1.4　行业发展驱动力分析
4.1.5　电子材料重要性分析
4.1.6　细分市场投资象限分析
4.2　2018-2021年国内行业研发动态分析
4.2.1　二维材料研发进展
4.2.2　首款石墨烯电子纸
4.2.3　高稳定性黑磷材料
4.2.4　光电子新材料研发
4.3　2018-2021年国内行业投资动态分析
4.3.1　海外并购投资动态
4.3.2　本土显示材料投资
4.3.3　南京百亿级台资项目
4.3.4　内蒙电子新材料投资
4.3.5　湖州半导体材料投资
4.3.6　宁夏硅材料投资项目
4.4　行业发展问题分析
4.4.1　对外依存度高
4.4.2　产业层次较低
4.4.3　高层次人才匮乏
4.4.4　融资压力较大
4.5　行业发展建议
4.5.1　加强政策力度
4.5.2　提高国际化水平
4.5.3　加强人才培养
4.5.4　拓宽融资渠道
4.6　中国电子材料行业前景展望
4.6.1　电子材料国产化趋势
4.6.2　电子材料低碳趋势
4.6.3　柔性电子材料发展前景
第五章　2018-2021年半导体材料行业发展分析
5.1　半导体材料行业发展综合分析
5.1.1　半导体材料发展情况
5.1.2　半导体材料实力增强
5.1.3　国内市场规模现状
5.1.4　材料国产化途径分析
5.1.5　有机半导体材料分析
5.1.6　半导体化学品综述
5.2　新一代半导体材料发展分析
5.2.1　二硫化钼新材料概述
5.2.2　二硫化钼应用价值分析
5.2.3　第三代半导体材料综述
5.2.4　第三代半导体材料发展现状
5.2.5　氮化镓材料前景良好
5.3　2018-2021年半导体硅片材料市场分析
5.3.1　国际市场垄断局面
5.3.2　大陆产能发展规模
5.3.3　国内行业发展瓶颈
5.3.4　国内项目投资动态
5.3.5　未来市场规模预测
5.4　2018-2021年半导体光刻胶市场分析
5.4.1　光刻胶相关概述
5.4.2　全球市场发展规模
5.4.3　中国市场分布格局
5.4.4　IC光刻胶市场竞争分析
5.4.5　半导体光刻胶发展趋势
5.5　2018-2021年半导体抛光材料市场分析
5.5.1　CMP抛光材料概述
5.5.2　全球市场发展规模
5.5.3　国际市场竞争格局
5.5.4　国内市场增长迅速
5.6　半导体材料行业投资潜力分析
5.6.1　国家扶持基金
5.6.2　投资空间广阔
5.6.3　并购投资机遇
5.6.4　投资风险提示
5.6.5　投资规模预测
第六章　2018-2021年磁性材料行业发展分析
6.1　磁性材料行业综合分析
6.1.1　磁性材料产业链
6.1.2　行业五力模型分析
6.1.3　行业主要壁垒分析
6.1.4　软磁材料市场发展
6.2　钕铁硼永磁材料发展概述
6.2.1　钕铁硼材料发展背景
6.2.2　钕铁硼永磁材料种类
6.2.3　钕铁硼材料发展优势
6.2.4　高性能钕铁硼材料
6.3　2018-2021年钕铁硼材料行业供给分析
6.3.1　上游原材料成本分析
6.3.2　钕铁硼产量发展状况
6.3.3　高性能产品供给格局
6.3.4　国内供给结构升级
6.4　2018-2021年钕铁硼材料市场需求分析
6.4.1　音圈电机
6.4.2　智能手机
6.4.3　变频空调
6.4.4　节能电梯
6.4.5　传统汽车
6.4.6　新能源汽车
6.4.7　智能机器人
6.5　2018-2021年国内磁性材料行业竞争主体分析
6.5.1　中科三环
6.5.2　正海磁材
6.5.3　银河磁体
6.5.4　宁波韵升
6.5.5　安泰科技
第七章　2018-2021年光电子材料行业发展分析
7.1　光电子材料行业综合分析
7.1.1　光电子材料概述
7.1.2　光电子晶体材料
7.1.3　光导纤维材料
7.1.4　OLED材料概述
7.1.5　材料发展趋势分析
7.2　OLED材料
7.2.1　OLED产业链
7.2.2　全球市场格局
7.2.3　国内供给情况
7.2.4　国内竞争格局
7.2.5　竞争主体分析
7.3　玻璃基板
7.3.1　玻璃基板概述
7.3.2　产业发展规模
7.3.3　外商投资热潮
7.3.4　产业突破发展
7.3.5　超薄玻璃分析
7.4　偏光片
7.4.1　偏光片概述
7.4.2　偏光片产业链
7.4.3　全球市场现状
7.4.4　国内市场规模
7.4.5　企业投资动态
7.5　光导纤维
7.5.1　行业发展分析
7.5.2　市场运营现状
7.5.3　市场发展动态
7.5.4　发展前景向好
7.6　光纤预制棒
7.6.1　光纤预制棒概述
7.6.2　国内产业历程
7.6.3　行业发展现状
7.6.4　项目投资动态
第八章　2018-2021年电子陶瓷材料行业发展分析
8.1　2018-2021年电子陶瓷行业综合分析
8.1.1　电子陶瓷产业链
8.1.2　波特五力模型分析
8.1.3　全球市场发展规模
8.1.4　主要原材料市场格局
8.1.5　行业发展机遇与挑战
8.2　2018-2021年氧化锆陶瓷材料行业发展情况
8.2.1　氧化锆陶瓷优势分析
8.2.2　国外龙头企业发展借鉴
8.2.3　行业下游市场应用分析
8.2.4　氧化锆陶瓷后盖市场预测
8.2.5　氧化锆贴片市场前景预测
8.3　电子陶瓷其他细分领域发展情况分析
8.3.1　高压陶瓷
8.3.2　光纤陶瓷插芯
8.3.3　燃料电池隔膜板
8.3.4　SMD封装基座
8.3.5　氧化铝陶瓷基片
8.3.6　MLCC电容器
8.3.7　微波介质陶瓷
8.4　2018-2021年电子陶瓷材料行业竞争主体分析
8.4.1　三环集团
8.4.2　顺络电子
8.4.3　国瓷材料
8.4.4　蓝思科技
第九章　2018-2021年石墨烯新材料行业发展分析
9.1　石墨烯新材料行业综合分析
9.1.1　石墨烯相关概述
9.1.2　全球产业研发现状
9.1.3　国内产业政策背景
9.1.4　石墨烯产业园状况
9.1.5　国内行业发展瓶颈
9.2　2018-2021年石墨烯下游电子器件市场应用分析
9.2.1　材料应用优势
9.2.2　电子散热材料
9.2.3　柔性触控屏材料
9.2.4　传感器应用材料
9.2.5　石墨烯芯片材料
9.3　2018-2021年石墨烯其他下游市场应用分析
9.3.1　锂电池应用材料
9.3.2　超级电容器材料
9.3.3　石墨烯功能涂料
9.3.4　石墨烯碳质吸附剂
9.4　2018-2021年石墨烯新材料行业重点企业发展情况
9.4.1　新纶科技
9.4.2　东旭光电
9.4.3　中超控股
9.4.4　宝泰隆
9.4.5　康得新
9.4.6　德尔未来
9.4.7　中航三鑫
9.5　石墨烯新材料行业未来展望与预测
9.5.1　未来市场空间广阔
9.5.2　产业发展路径预测
9.5.3　国内产品价格预测
9.5.4　细分领域市场预测
第十章　2018-2021年其它电子材料发展分析
10.1　电子封装材料
10.1.1　电子封装材料概述
10.1.2　封装材料性能要求
10.1.3　传统电子封装材料
10.1.4　金属基复合封装材料
10.1.5　环氧树脂封装材料
10.1.6　电子封装材料发展趋势
10.2　覆铜板
10.2.1　PCB材料市场背景
10.2.2　全球覆铜板市场现状
10.2.3　国内行业供给需分析
10.2.4　中国外贸市场发展情况
10.2.5　“十三五”行业前景展望
10.3　超净高纯试剂
10.3.1　超净高纯试剂概述
10.3.2　全球市场分布格局
10.3.3　国内行业产能分析
10.3.4　国内市场竞争情况
10.3.5　国内行业发展预测
10.4　电子气体
10.4.1　电子气体概述
10.4.2　全球市场规模
10.4.3　国内市场格局
10.4.4　行业前景向好
第十一章　2018-2021年电子材料产业链下游电子信息行业分析
11.1　中国电子信息行业发展综合分析
11.1.1　产业发展特征
11.1.2　行业转型升级
11.1.3　企业发展现状
11.1.4　产业区域分析
11.2　2018-2021年国内电子信息行业运行分析
11.2.1　整体情况分析
11.2.2　政策不断完善
11.2.3　经济效益分析
11.2.4　资产投资情况
11.2.5　国内市场规模
11.2.6　区域发展分析
11.3　2018-2021年中国电子信息行业进出口数据分析
11.3.1　进出口总量数据分析
11.3.2　主要贸易国进出口情况分析
11.3.3　主要省市进出口情况分析
11.4　2018-2021年电子元器件市场分析
11.4.1　全球产业态势
11.4.2　价格指数分析
11.4.3　市场运行现状
11.4.4　5G市场热点分析
11.4.5　万亿级市场前景
11.5　行业发展问题及建议
11.5.1　自主创新能力弱
11.5.2　国际竞争力不强
11.5.3　强化产业支撑
11.5.4　培育产业新生态
11.5.5　完善行业体系
11.5.6　抓住发展机遇
11.6　国内行业发展前景展望
11.6.1　进入低速增长期
11.6.2　产业变革机遇
11.6.3　创新发展趋势
11.6.4　市场空间巨大
11.6.5　开放格局深化
第十二章　2018-2021年国外重点电子材料企业运营分析
12.1　康宁公司
12.1.1　企业发展概况
12.1.2　2018年康宁公司经营状况
12.1.3　2019年康宁公司经营状况
12.1.4　2021年康宁公司经营状况
12.2　陶氏化学
12.2.1　企业发展概况
12.2.2　2018年陶氏化工经营状况
12.2.3　2019年陶氏化工经营状况
12.2.4　2021年陶氏化工经营状况
12.3　信越化学
12.3.1　企业发展概况
12.3.2　2018年信越化学经营状况
12.3.3　2019年信越化学经营状况
12.3.4　2021年信越化学经营状况
12.4　LG化学
12.4.1　企业发展概况
12.4.2　2018年LG化学经营状况
12.4.3　2019年LG化学经营状况
12.4.4　2021年LG化学经营状况
12.5　中美硅晶
12.5.1　企业发展概况
12.5.2　2018年中美硅晶经营状况
12.5.3　2019年中美硅晶经营状况
12.5.4　2021年中美硅晶经营状况
第十三章　2016-2019年中国重点电子材料企业运营分析
13.1　强力新材
13.1.1　企业发展概况
13.1.2　经营效益分析
13.1.3　业务经营分析
13.1.4　财务状况分析
13.1.5　核心竞争力分析
13.1.6　公司发展战略
13.1.7　未来前景展望
13.2　有研新材
13.2.1　企业发展概况
13.2.2　经营效益分析
13.2.3　业务经营分析
13.2.4　财务状况分析
13.2.5　核心竞争力分析
13.2.6　公司发展战略
13.2.7　未来前景展望
13.3　中环股份
13.3.1　企业发展概况
13.3.2　经营效益分析
13.3.3　业务经营分析
13.3.4　财务状况分析
13.3.5　核心竞争力分析
13.3.6　公司发展战略
13.3.7　未来前景展望
13.4　上海新阳
13.4.1　企业发展概况
13.4.2　经营效益分析
13.4.3　业务经营分析
13.4.4　财务状况分析
13.4.5　核心竞争力分析
13.4.6　公司发展战略
13.4.7　未来前景展望
13.5　南大光电
13.5.1　企业发展概况
13.5.2　经营效益分析
13.5.3　业务经营分析
13.5.4　财务状况分析
13.5.5　核心竞争力分析
13.5.6　公司发展战略
13.5.7　未来前景展望
13.6　鼎龙股份
13.6.1　企业发展概况
13.6.2　经营效益分析
13.6.3　业务经营分析
13.6.4　财务状况分析
13.6.5　核心竞争力分析
13.6.6　公司发展战略
13.6.7　未来前景展望
13.7　三环集团
13.7.1　企业发展概况
13.7.2　经营效益分析
13.7.3　业务经营分析
13.7.4　财务状况分析
13.7.5　核心竞争力分析
13.7.6　公司发展战略
13.7.7　未来前景展望
13.8　东旭光电
13.8.1　企业发展概况
13.8.2　经营效益分析
13.8.3　业务经营分析
13.8.4　财务状况分析
13.8.5　核心竞争力分析
13.8.6　公司发展战略
13.8.7　未来前景展望
附录
附录一：《国家集成电路产业发展推进纲要》
附录二：《关于加快石墨烯产业创新发展的若干意见》
附录三：《国家重点支持的高新技术领域》

图表目录
图表　磁性材料分类示意图
图表　电子陶瓷常见种类及应用示意图
图表　2018年日本半导体材料市场占比
图表　台湾半导体材料市场规模全球第一
图表　台湾电子材料产业问题分析
图表　2013-2019年国内生产总值及其增长速度
图表　2013-2019年三大产业增加值占国内生产总值比重
图表　2018年年末人口数及其构成
图表　2013-2019年城镇新增就业人数
图表　2013-2019年全员劳动生产率
图表　2018年居民消费价格月度涨跌幅度
图表　2018年新建商品住宅月同比价格上涨、持平、下降城市个数变化情况
图表　2013-2019年全国一般公共预算收入
图表　2013-2019年年末国家外汇储备
图表　2013-2019年粮食产量
图表　2013-2019年全部工业增加值及其增长速度
图表　2018年主要工业产品产量及其增长速度
图表　2013-2019年建筑业增加值及其增长速度
图表　2013-2019年全社会固定资产投资
图表　2018年按领域分固定资产投资（不含农户）及其占比
图表　2018年分行业固定资产投资（不含农户）及其增长速度
图表　2018年固定资产投资新增主要生产与运营能力
图表　2018年房地产开发和销售主要指标及其增长速度
图表　2013-2019年社会消费品零售总额
图表　2013-2019年货物进出口总额
图表　2018年货物进出口总额及其增长速度
图表　2018年主要商品出口数量、金额及其增长速度
图表　2018年主要商品进口数量、金额及其增长速度
图表　2018年对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度
图表　2018年外商直接投资（不含银行、证券、保险）及其增长速度
图表　2018年对外直接投资（不含银行、证券、保险）及其增长速度
图表　2018年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度
图表　2018年各种运输方式完成旅客运输量及其增长速度
图表　2013-2019年快递业务量及其增长速度
图表　2013-2019年年末固定互联网宽带接入用户和移动宽带用户数
图表　2018年年末全部金融机构本外币存贷款余额及其增长速度
图表　2013-2019年全国居民人均可支配收入及其增长速度
图表　2018年全国居民人均消费支出及其构成
图表　2018年制造业PMI指数
图表　集成电路发展规划
图表　2008-20179年集成电路产业相关政策
图表　国内电子材料行业竞争格局
图表　电子材料投资象限分析图
图表　单层MoS2/Graphene结构示意图
图表　Na2ZnGe2S6新材料示意图
图表　半导体材料业化学元素使用情况对比分析
图表　硅材料发展历程及预测
图表　SOI技术发展情况及预测
图表　半导体化学品产业链
图表　半导体化学品分类
图表　IC工业中电子化学品的应用
图表　二硫化钼结构示意图
图表　二氧化钼晶体管示意图
图表　SiC材料应用分析
图表　SiC材料与Si材料性能对比分析
图表　GaN材料与Si材料性能对比分析
图表　2018年全球半导体硅片市场竞争格局
图表　中国大陆半导体硅片产能发展情况
图表　2017-2021年中国12英寸晶圆产能规模
图表　光刻胶成分与功能
图表　全球半导体光刻胶市场规模及增速
图表　全球半导体光刻胶市场竞争格局
图表　国内光刻胶市场分布格局
图表　国内主要IC光刻胶生产企业
图表　2017-2022年IC用光刻胶技术发展趋势
图表　CMP抛光材料主要种类
图表　2008-2019年全球半导体CMP材料市场规模及增速
图表　中国IC产业基金投资规划
图表　2021年半导体材料行业投资规模预测
图表　磁性材料产业链示意图
图表　上游议价能力分析
图表　下游议价能力分析
图表　潜在进入者威胁分析
图表　现有企业的竞争分析
图表　磁性材料行业五力竞争模型图
图表　软磁材料下游应用市场分析
图表　永磁材料发展历程
图表　永磁材料性能对比
图表　粘结钕铁硼应用市场格局
图表　烧结钕铁硼应用市场格局
图表　三类钕铁硼对比分析
图表　吸引5Kg铁所需永磁材料重量对比
图表　高性能钕铁硼产业链示意图
图表　高性能钕铁硼应用市场
图表　钕铁硼成本构成示意图
图表　2008-2018年稀土价格走势
图表　2012-2019年稀土价格环比数据
图表　中国永磁材料供给量对比分析
图表　2010-2018年国内外钕铁硼产量发展情况
图表　国内外高性能钕铁硼供给格局
访问中商产业研究院：http://www.askci.com/reports/
报告在线阅读：https://www.askci.com/reports/20211105/1551057902907363.shtml
三、研究机构

   中商产业研究院是中国领先的产业咨询服务机构，是中国产业咨询第一股，依托国家发改委、农业农村部等相关部委资源，由北京大学校友携手国土经济学会专家与留美学者在深圳创立。总部位于深圳，在北京、上海、香港、贵州、山东等地均设有分支机构。中商构建了产业规划、产业招商、园区规划、项目策划、项目申报等五大咨询服务体系，为客户提供全产业链咨询与解决方案。

   近20年来，公司深度聚焦产业咨询领域，为国内外企业、地方政府、城市新区、园区管委会、房产开发商提供个性化产业咨询方案，致力于助推企业转型、产业升级、城镇发
[image: image5.png]Ciq:ﬁﬁfzgkﬁﬁ;gﬁ 400-666-1917
www.askci.com/reports SCIRE MUARF |





报告订购表

	甲方：
	 

	地址：
	 

	邮编：
	 

	授权代表：
	 

	电话：
	 

	电邮
	 


	乙方：
	深圳中商情大数据股份有限公司

	地址：
	中国深圳市福田区红荔路1001号银盛大厦7层

	邮编：
	518000

	电话：
	 400-666-1917

	传真：
	0755-25407715

	开户银行：
	中国建设银行深圳住房城市建设支行

	银行帐号：
	 4420 1532 7000 5254 3607

	开户单位：
	深圳中商情大数据股份有限公司


甲乙双方本着互利互惠，诚实信用的原则，根据中华人民共和国合同法及其他有关法律，就甲方向乙方订购报告事宜，经双方平等协商达成以下协议：

第一条 报告名称及格式

报告名称：中国*************报告

报告格式： 中文电子版和纸质版

第二条 付款方式及报告送达

1．甲方共订购   份研究报告，研究报告费用共计           元人民币，大写 人民币*****元整  。

2．付款方式：甲乙双方签订协议后（或甲方收到乙方提供的等额正规发票后），3-5个工作日内转账支付，汇入合同上乙方指定账户。

3．乙方收到款项后,5-7个工作日内安排配送报告，以电子邮件、光盘等形式向甲方提供研究报告的电子版报告,纸介版通过快递，邮寄费由乙方承担。

第三条 甲乙双方的权利和义务

1．此报告的所有版权（包括著作权）归乙方所有。乙方提供的报告内容与网站上提供的报告目录框架的信息相吻合。

2．甲乙双方对本合同涉及的产品、价格及合作方式等均负有保密责任，未经对方书面允许不得泄露给第三方，且该保密义务不因本合同终止而终结，否则，违约方应承担责任。

3．乙方承诺对提供给甲方的研究报告及其他产品不侵害其它第三方权益，如有违反，一切责任均由乙方承担。

4．乙方提供给甲方的研究报告仅限甲方公司内部使用，不得向任何第三方复制、转载、翻录、节选，更不得向任何第三方销售。如有违反，乙方有权追究甲方责任。

第四条 其他

1．备注事项：   ****  无                                                      

2．其他未尽事宜由甲乙双方协商解决，根据实际需要，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

3．本合同一式两份，甲乙双方各执一份；双方签字、盖章后生效。

4．附件、传真件等，作为本合同附件组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲  方：                                       乙  方：深圳中商情大数据股份有限公司
授权代表人：                                   授权代表人：  

年  月  日                                      年  月  日
        中国产业咨询第一股�


��














扫一扫领取免费报告





【版权声明】 本报告由中商产业研究院出品，报告版权归中商产业研究院所有。本报告是中商产业研究院的研究与统计成果，报告为有偿提供给购买报告的客户使用。未获得中商产业研究院书面授权，任何网站或媒体不得转载或引用，否则中商产业研究院有权依法追究其法律责任。如需订阅研究报告，请直接联系本网站，以便获得全程优质完善服务。










